
 

 

 

 

  １．適 用 範 囲 

 

     本指定書は、『ＳＭシリーズコネクタ』の実装温度プロファイル、手はんだ条件 

について規定します。 

 

 

 

 

  ２．推奨温度プロファイル、手はんだ条件 

 

          次頁によります。 

 

     注）フロー条件 ⇒ ディップ品、リフロー条件 ⇒ ＳＭＴ品 にそれぞれ 

適応します。 
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△ 

 

 

 

共晶はんだ推奨温度プロファイル、手はんだ条件 
 

 

 

 

   ◇フロー（Sn-Pb 系はんだを使用） 

 

 
時 間 

 

 

 

 

◇リフロー（Sn63-Pb37 ペーストを使用） 

 

 
時 間 

 

 

 

 

   ◇手はんだ（Sn60-Pb はんだを使用） 

 

      はんだコテ先温度：３５０℃max、はんだ時間：５秒 max 

 

 

プリヒート 

60 秒 max 

90～130℃ 

260℃max 

5 秒 max 

プリヒート 

90±30 秒

max 

140～170℃ 

本加熱 

60±10 秒

max 

210℃ 

240℃max 

温 

度 

温 

度 
コネクタ表面温度 

リフロー回数：2 回 max 
10 秒 max 

△ 2 削除 
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鉛フリーはんだ推奨温度プロファイル、手はんだ条件 
 

 

 

 

   ◇フロー条件（Sn-Ag-Cu 系はんだを使用） 

 

 
時 間 

 

 

 

 

◇リフロー条件（Sn96.5-Ag3-Cu0.5 ペーストを使用） 

 

 
時 間 

 

 

 

 

   ◇手はんだ条件（Sn-3.0Ag-0.5Cu はんだを使用） 

 

      はんだコテ先温度：３９０℃max、はんだ時間：３秒 max 

プリヒート 

60 秒 max 

90～130℃ 

260℃max 

5 秒 max 

プリヒート 

90±30 秒

max 

150～180℃ 

本加熱 

60±10 秒

max 

220℃ 

250℃max 

温 

度 

温 

度 
コネクタ表面温度 

リフロー回数：2 回 max 
10 秒 max 
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